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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月19日(2010.10.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセスツールと、
　前記プロセスツールに結合され、少なくとも１つの固有のセンサと、少なくとも１つの
付加的なセンサとを含む複数のセンサと、
　前記プロセスツールを制御するように構成され、前記プロセスツールに結合されたプロ
セスパフォーマンスコントローラを備えるプロセスパフォーマンス制御システムとを具備
し、
　前記プロセスパフォーマンスコントローラは、前記プロセスツールに結合された前記複
数のセンサからツールデータを受取って、前記ツールデータに基づいてプロセスパフォー
マンスデータを予測するように構成されたプロセスパフォーマンス予測モデルと、前記プ
ロセスパフォーマンス予測モデルからプロセスパフォーマンスデータを受取って、プロセ
ス方法補正を決定するように構成されたプロセス方法補正フィルタと、前記プロセス方法
補正を用いて、前記プロセスツールのためのプロセス方法を更新するように構成されたプ
ロセスコントローラとを備える材料処理システム。
【請求項２】
　前記プロセスパフォーマンスデータは、エッチング深さ、アベレージエッチング深さ、
平均エッチング深さ、及びエッチング深さ範囲の少なくとも１つを備える請求項１に記載
の材料処理システム。
【請求項３】
　前記ツールデータは、キャパシタ位置、フォワード高周波（ＲＦ）電力、反射高周波電
力、電圧、電流、位相、インピーダンス、高周波ピークトゥピーク電圧、高周波自己誘導
直流バイアス、チャンバ圧力、ガス流量、温度、裏面ガス圧力、裏面ガス流量、静電クラ
ンプ電圧、静電クランプ電流、フォーカスリング厚さ、高周波時間、フォーカスリング高
周波時間、及び光放射データの少なくとも１つを備える請求項１に記載の材料処理システ
ム。
【請求項４】
　前記プロセスパフォーマンス予測モデルは、部分最少二乗解析からの出力を備える請求
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項１に記載の材料処理システム。
【請求項５】
　前記プロセス方法補正フィルタは、指数関数的に重み付けされた移動アベレージ（ａｖ
ｅｒａｇｅ）フィルタを備える請求項１に記載の材料処理システム。
【請求項６】
　前記プロセス方法補正は、エッチング時間を含む請求項１に記載の材料処理システム。
【請求項７】
　前記プロセスパフォーマンス制御システムは、計測ツールと、プロセスパフォーマンス
モデル補正アルゴリズムとをさらに備える請求項１に記載の材料処理システム。
【請求項８】
　前記計測ツールは、前記プロセスツールと、前記プロセスパフォーマンスコントローラ
とに結合され、プロセスパフォーマンスデータを計測するように構成されている請求項７
に記載の材料処理システム。
【請求項９】
　前記プロセスパフォーマンスモデル補正フィルタは、前記計測されたプロセスパフォー
マンスデータ及び対応するツールデータを用いる部分最少二乗アルゴリズムを備える請求
項８に記載の材料処理システム。
【請求項１０】
　プロセスツールを制御するプロセスパフォーマンス制御システムであって、
　前記プロセスツールに結合することができて、前記プロセスツールに結合された、少な
くとも１つの固有のセンサと、少なくとも１つの付加的なセンサとを含む複数のセンサか
らツールデータを受取って、プロセスパフォーマンスデータを予測するように構成された
プロセスパフォーマンス予測モデルと、前記プロセスパフォーマンス予測モデルからプロ
セスパフォーマンスデータを受取って、プロセス方法補正を決定するように構成されたプ
ロセス方法補正フィルタと、前記プロセス方法補正を用いて、前記プロセスツールのため
のプロセス方法を更新するように構成されたプロセスコントローラとを備えるプロセスパ
フォーマンスコントローラを具備するプロセスパフォーマンス制御システム。
【請求項１１】
　前記プロセスパフォーマンスデータは、平均エッチング深さ、及びエッチング深さ範囲
の少なくとも１つを備える請求項１０に記載のプロセスパフォーマンス制御システム。
【請求項１２】
　前記プロセスパフォーマンス予測モデルは、キャパシタ位置、フォワード高周波電力、
反射高周波電力、電圧、電流、位相、インピーダンス、高周波ピークトゥピーク電圧、高
周波自己誘導直流バイアス、チャンバ圧力、ガス流量、温度、裏面ガス圧力、裏面ガス流
量、静電クランプ電圧、静電クランプ電流、フォーカスリング厚さ、高周波時間、フォー
カスリング高周波時間及び光放射データの少なくとも１つを備えるツールデータを受取る
ように構成されている請求項１０に記載のプロセスパフォーマンス制御システム。
【請求項１３】
　前記プロセスパフォーマンス予測モデルは、部分最少二乗解析からの出力を備える請求
項１０に記載のプロセスパフォーマンス制御システム。
【請求項１４】
　前記プロセス方法補正フィルタは、指数関数的に重み付けされた移動アベレージフィル
タを備える請求項１０に記載のプロセスパフォーマンス制御システム。
【請求項１５】
　前記プロセス方法補正は、エッチング時間、高周波電力、圧力、流量、濃度及び温度を
備える請求項１０に記載のプロセスパフォーマンス制御システム。
【請求項１６】
　前記プロセスパフォーマンス制御システムは、前記プロセスツールに結合することがで
き、かつ前記プロセスパフォーマンスコントローラに結合することができる計測ツールと
、プロセスパフォーマンスモデル補正アルゴリズムとをさらに備える請求項１０に記載の
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プロセスパフォーマンス制御システム。
【請求項１７】
　前記計測ツールは、プロセスパフォーマンスデータを計測するように構成されている請
求項１６に記載のプロセスパフォーマンス制御システム。
【請求項１８】
　前記プロセスパフォーマンスモデル補正アルゴリズムは、前記計測されたプロセスパフ
ォーマンスデータ及び対応するツールデータを用いた部分最少二乗解析を用いる請求項１
７に記載のプロセスパフォーマンス制御システム。
【請求項１９】
　プロセスツールと、
　前記プロセスツールを制御する手段とを具備し、
　前記制御する手段は、前記プロセスツールから受取ったツールデータを用いて、プロセ
スパフォーマンスデータを予測する手段と、プロセスパフォーマンスデータを用いてプロ
セス方法補正を決定する手段と、前記プロセス方法補正を用いて、前記プロセスツールの
ためのプロセス方法を更新する手段とを備える材料処理システム。
【請求項２０】
　材料処理システムのプロセスツールを制御する方法であって、
　プロセス方法を用いて、前記プロセスツールで第１のプロセスを実行する工程と、
　前記プロセスツールに結合された、少なくとも１つの固有のセンサと、少なくとも１つ
の付加的なセンサとを含む複数のセンサから得られた複数のツールデータパラメータを含
む、前記第１のプロセスのためのツールデータを記録する工程と、
　プロセスパフォーマンス予測モデルを用いて、前記第１のプロセスのための前記ツール
データから、１つ以上のプロセスパフォーマンスデータパラメータを含むプロセスパフォ
ーマンスデータを予測する工程と、
　プロセス方法補正フィルタを用いて、前記予測されたプロセスパフォーマンスデータか
らプロセス方法補正を決定する工程と、
　前記プロセスツールに結合されたプロセスコントローラを用いて、前記プロセス方法補
正を組み込むことによって前記プロセス方法を更新する工程と、
　前記更新されたプロセス方法を用いて、前記プロセスツールで第２のプロセスを実行す
る工程とを具備する方法。
【請求項２１】
　前記プロセスパフォーマンス予測モデルを更新することをさらに備える請求項２０に記
載のプロセスツールを制御する方法。
【請求項２２】
　前記プロセスパフォーマンス予測モデルを更新することは、前記プロセスツールで前記
第１のプロセスのためのプロセスパフォーマンスデータを計測することと、前記第１のプ
ロセスのための前記計測されたプロセスパフォーマンスデータと、前記第１のプロセスの
ための前記記録されたツールデータと、部分最少二乗解析とを用いて、前記プロセスパフ
ォーマンス予測モデルに対する補正を決定することとを備える請求項２１に記載のプロセ
スツールを制御する方法。
【請求項２３】
　前記プロセス方法は、エッチング時間、高周波電力、圧力、流量、濃度及び温度を備え
る請求項２０に記載のプロセスツールを制御する方法。
【請求項２４】
　前記更新されたプロセス方法は、更新されたエッチング時間を備える請求項２０に記載
のプロセスツールを制御する方法。
【請求項２５】
　前記プロセスパフォーマンスデータは、平均エッチング深さ、及びエッチング深さ範囲
の少なくとも１つを含む請求項２０に記載のプロセスツールを制御する方法。
【請求項２６】
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　前記ツールデータは、キャパシタ位置、フォワード高周波電力、反射高周波電力、電圧
、電流、位相、インピーダンス、高周波ピークトゥピーク電圧、高周波自己誘導直流バイ
アス、チャンバ圧力、ガス流量、温度、裏面ガス圧力、裏面ガス流量、静電クランプ電圧
、静電クランプ電流、フォーカスリング厚さ、高周波時間、フォーカスリング高周波時間
、及び光放射データの少なくとも１つを備える請求項２０に記載のプロセスツールを制御
する方法。
【請求項２７】
　前記プロセスパフォーマンス予測モデルは、部分最少二乗解析からの出力を備える請求
項２０に記載のプロセスツールを制御する方法。
【請求項２８】
　前記プロセス方法補正フィルタは、指数関数的に重み付けされた移動アベレージフィル
タを備える請求項２０に記載のプロセスツールを制御する方法。
【請求項２９】
　計測ツールを用いて、プロセスパフォーマンスデータを計測することと、
　前記計測されたプロセスパフォーマンスデータと前記計測されたツールデータとを用い
て、前記プロセスパフォーマンス予測モデルを補正することとをさらに具備する請求項２
０に記載のプロセスツールを制御する方法。
【請求項３０】
　前記プロセスパフォーマンス予測モデルを前記補正することは、部分最少二乗解析を備
える請求項２９に記載のプロセスツールを制御する方法。
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